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Kupferhaitiges Mittel zur Bek@mpfung von Pilzen und Bakterien
ges 2ur g von

Die vorliegende Erfindung betrifft ein kupferhal-
tiges Mittel fir den Pflanzenschutz in Form einer
wiBrigen LOsung, die eine Polycarbonsiure, Am-
moniak und mehr als 10 % (Gew.-%) Kupfer
enthilt. :

Es ist bekannt, ein Miitel zur Bek&mpfung von
Pilzen und Bakierien zu verwenden, das ein Kupfe-
ramminsalz einer Polycarbonsdure enthilt, die als
Saurebestandieil 60 bis 100 % Acrylsdure
‘und/oder MethacrylsBure und O bis 40 % Ac-
rylsdureester oder Methacrylsdureester enthilt (EP
39 788). Dieses Mittel hat den Nachteil, "da8 der
Kupfergehalt 0,01 bis 10 % betrégt.

Es wurde nun gefunden, daB ein Mittel, das in
Form einer wiBrigen L&sung mehr als 10 % Kup-
fer enthili, infolge der hdheren Kupferkonzeniration
besser zur Bekdmpfung von Pilzen und Bakierien
geeignet ist als die bekannte L&sung. Die Lésung
wird beispielsweise hergestelit, indem man Kupfe-
roxid (CuO) in der wZBrigen L&sung der Polycar-
bons&ure in Gegenwart von Ammoniak gegebenen-
falls unter Druck und bei erhGhter Temperatur 1Gst.
Der Druck betrdgt beispielsweise 1 bis 10 bar,
vorzugsweise 1,5 bis 3 bar. Die Temperatur betragt
beispieisweise 50 bis 110°C, vorzugsweise 80 bis
100°C, insbesondere 90°C. Die Menge an Am-
moniak betrdgt mehr als die der Polycarbonsiure
dquivalente Menge. Beispielsweise verwendet man
10 % bis 100 % mehr an Ammoniak als die
Aquivalente Menge.

Ein Aufidsen des in Wasser sehr schwer
18slichen CuO in w#Brigen Poly(meth)acrylsiure-
oder (Meth)Acrylsdurecopolymer-L&sungen ist bei
Raumtemperatur oder bei erhShten Temperaturen
praktisch nicht md&glich. Ebenso ist CuO in Ammo-
niakwasser bei Raumtemperatur oder bei erhdhter
Ternperatur unter Druck praktisch uniGslich. Auch
in wéBrigen Ammoniumpoly{meth)acrylai-L&sungen
ist CuO nur schwer [Gslich. Gibt man aber Ammo-
niak im UberschuB zu, so kann man CuO in einer
den Grundmolen (Meth)Acrylsdure im (Co)-
Polymeren nahezu #quivalenien Menge auilSsen.
Das Auflésen des CuO wird durch héhere
Ammoniak-Konzeniration beschleunigt. Daher ar-
beitet man zweckm&Big unter erhGhtem Druck. Bei
gegebenem Druck wird die Ldsegeschwindigkeit
mit steigender Temperatur erhdht.

Der Kupfergehalt der neuen Mittel wird durch
die Stdchiometrie (je Mol Cu werden mindestens 2
Mol einbasische (Meth)Acrylsduregruppen
bendtigt) und durch praktische Gesichtspunkte be-
grenzt, z.B. eine gut handhabbare Form der
Préparate, relativ niedrige Viskositét der flUssigen
Pr#parate und einfaches Ansetzen der Spritzbriihe.
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CuO in Mengen deuilich unter der den Grund-
molen  (Meth)Acrylsdure im  (Co)Polymeren
dquivalente Menge wird unier den oben ge-
schilderten Reakilonsbedingungen schnell und resi-
los aufgelSst. NZhert man sich der Aquivalenten
Menge CuO, so steigt bei sonst konstanten Bedin-
gungen die Restmenge an ungelfstem CuO an
und man muB die Reaktionszeit verldangern oder
den Loserlickstand entfernen. Letzierer sedime-
ntiert zwar -insbesondere bei Verwendung von
CuO-Qualitdten mit hohen Schiitigewichten -recht -
schnell, doch wird flir die Praxis wegen der Kosten
der Abtrennung des ungelSsten CuO von der
LSsung eine mdglichst vollstindige LOsung bei
vertretbaren Reakilonszeiten angestirebt.

Der Ammoniakgeruch des Mitiels kann nach
der Aufidsung des CuQ deutlich gemindert werden.
Fir das Aufldsen des CuO ist zwar -wie oben
ausgeflihrt -eine erhdhte Ammoniak-Konzentration
glinstig, doch kann nach dem Auflsen ein Grofteil
des Ammoniaks z.B. durch Entspannen des Reak-
tors bei hoher Temperatur oder Dampfen oder
Ausblasen der Lésung z.B. mit Wasserdampf ent-
fernt werden. Dabei kann die in der LGsung verblei-
bende Ammoniakmenge weit unter jene gedrlickt
werden, die dem bekannten Cu-Tetrammin—-Kom-
plex stdchiometrisch entspricht. Beispielsweise
liegt das molare Ammeniak/Cu-Verhélinis beim
Auflsen des CuO =z.T. erheblich h&her (bis zu
etwa 6:1) als die theoretisch notwendige Menge -
(4:1), doch wurden im Endprodukt mit dem oben
geschilderten MaBnahmen Ammoniakgehalte unter
denen des Diamminkomplexes (2:1) eingestelit,
ohne daB Ausfdllungen oder dergleichen aufiraten.
Dabei verfindern sich natiirlich die Eigenschaften
der Mittel. So steigt z.B. die Viskositdt der Mittel
mit sinkendem Ammoniakgehalt an und das Anset-
zen der Spritzbrithe durch Verdiinnen mit Wasser
erfordert eine bessere Rilhrung im Ansetzbehilter,
wihrend der Geruch der Mittel nach Ammoniak
deutlich vermindert wird. Bei der Aufldsung des
CuO betrdgt die Ammoniakmenge beispielsweise
Ammoniak:Cu gemessen in Molen 6:1 bis 4:1.
Nach dem Aufidsen des CuO kann der Ammoniak-
gehalt in der L&sung gesenki werden beispiels-
weise auf Ammoniak:Cu gemessen in Molen 4:1
bis 1,9:1.

Die gute Lagerstabilitdt der neuen Mittel und
das Ausbleiben von fesien Ablagerungen bei der
Lagerung bei relativ niedrigen Temperaturen sind
weitere Vorteile der neuen Mittel.

Auf diese Weise gelingt es, beispielsweise ein
Mittel mit einem Gehalt an 15 % Kupfer herzustel-
len. Der Kupfergehalt der neuen Mittel betrigt
mehr als 10 bis 25 %, beispielsweise 11 bis 20
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%, vorzugsweise 12 bis 18 %, insbesondere 14 bis
16 %. Die biologische Wirkung des neuen Mittels
gegen Pilze und Bakterien ist bei der Anwendung
gleicher Kupfermengen genauso gut wie die Wir-
kung des bekannten Mittels.

Beispiel

In einem Druckkessel (Nenndruck 8 bar) wer-
den 80 kg einer 50%igen waBrigen Polyacrylsdure
vom K-Wert 25, 15 kg CuO und 6 kg Wasser gut
vermischt. Die Luft im Kessel wird durch Evakuie-
ren oder durch Splilen mit Ammoniakgas ver-
dréngt. Dann werden unter Kiihlung innerhalb von
30 Minuten 15 kg Ammoniak in den Reakior
gedriickt. Die Reakiorinnentemperatur darf dabei
bis maximal 80°C ansteigen. Nach dem Ende der
Ammoniakzugabe hilt man weitere 4 Stunden bei
90°C. Danach wird der Kessel vorsichtig (Auf-
schdumen) entspannt, auf 50°C gekUlhlt, erneut
vorsichtig entspannt und kurzzeitig bis auf 260
mbar evakuiert. Danach stelit man durch Zusatz
von Wasser (ca. 6 kg) die Losung auf eine Cu-
Konzentration von 15 % ein, klihlt auf 20°C ab und
flllt die LOsung ab. Sie hat einen Feststofigehalt
von 46 Gew.-%, eine Dichte bei 20°C von 1,3 g/ml
und einen NH.-Gehalt von 12 Gew.-%. Als Wasser
wird vollentsalztes Wasser verwendet.

Anspriiche

1. Mittel zur Bekd@mpfung von Pilzen und Bak-
terien auf der Grundlage einer L&sung sines pflan-
zenvertréglichen Kupferamminsalzes. eirier Polycar-
bonsdure mit 60 bis 100 % Acrylsdure oder Me-
thacrylsdure und O bis 40 % Acrylsdureester oder
Methacryls8ureester in Wasser, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die L&sung mehr als 10 % (Gew.-
%) Kupfer enthalt.

2. Verfahren zur Herstellung einer wiBrigen
L8sung eines Kupferaminsalzes einer Polycar-
bonsdure mit 60 bis 100 % Acrylsdure und/oder
Methacrylsiure und O bis 40 % Acrylsdureester
oder Methacrylsiureester, dadurch
gekennzeichnet, daB man Kupferoxid (CuO) in der
Polycarbonsdure in Gegenwart von Ammoniak in
Wasser in einer Menge 16st, daB die fertige L&sung
mehr als 10 % (Gew.%) Kupfer enthélt.

3. Verfahren zur Bekdmpfung von Pilzen oder
Bakierien, dadurch gekennzeichnet, daB8 man die
Pilze oder Bakterien oder die vor Befall durch Pilze
oder Bakterien zu schiitzenden Pflanzen mit einem
Mittel gem&B Anspruch 1 behandelt.
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4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, da8 man nach dem Ende der
Auflésung des Kupferoxids einen Teil des in der
L&sung gelSsten Ammoniaks aus der L8sung ent-
femnt. ’

5. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Polycarbonsdure ein Homo-oder
Copolymerisat von (Meth)Acrylsdure und -estern
ist.

8. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, da8 die Polycarbonsiure ein Homo-oder
Copolymerisat von (Meth)Acrylsdure ist.

7. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB man das Kupferoxid in Ge-
genwart von Ammoniak unter erhShtem Druck und
bei erhShter Temperatur 16st.
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